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—  vor Ablauf der fiir Anderungen der Anspriiche geltenden
Frist;  Verdffentlichung  wird  wiederholt,  falls
Anderungen eingehen (Regel 48 Absatz 2 Buchstabe h)

In verschiedenen Ausfithrungsbeispielen wird ein Gehduse fiir ein elektronisches Bauelement bereitgestellt. Das Gehduse weist
einen Leiterrahmenabschnitt und einen Formwerkstoff auf. Der Leiterrahmenabschnitt ist aus einem elektrisch leitenden Material
gebildet und weist eine erste Seite und eine von der ersten Seite abgewandte zweite Seite auf. Der Leiterrahmenabschnitt weist
einen Kontaktabschnitt auf, der an der ersten Seite einen Kontaktbereich zum elektrischen Kontaktieren des elektronischen
Bauelements aufweist. Der Leiterrahmenabschnitt weist mindestens einen Aufnahmeabschnitt auf, der an der ersten Seite einen
Authahmebereich zum Anordnen des elektronischen Bauelements aufweist. Der Kontaktabschnitt und der Aufhahmeabschnitt
sind korperlich voneinander getrennt. Der Kontaktabschnitt ist in Richtung senkrecht zu der ersten Seite diinner ausgebildet als
der Aufnahmeabschnitt. Der Formwerkstoff weist eine Aufnahmeausnechmung auf, in der der Aufnahmebereich und der
Kontaktbereich frei gelegt sind. Der Leiterrahmenabschnitt ist so in den Formwerkstoff eingebettet, dass ein Teil des
Formwerkstoffs zwischen dem Kontaktabschnitt und dem Aufnahmeabschnitt ausgebildet ist und dass die zweite Seite des
Leiterrahmenabschnitts, im Bereich des Kontaktabschnitts von dem Formwerkstoff bedeckt ist und die zweite Seite des
Leiterrahmenabschnitts im Bereich des Aufnahmeabschnitts frei von Formwerkstoff ist.
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Beschreibung

Gehduse fiir ein elektronisches Bauelement, elektronische
Baugruppe, Verfahren zum Herstellen eines Gehduses fiir ein
elektronisches Bauelement und Verfahren zum Herstellen einer

elektronischen Baugruppe

Die Erfindung betrifft ein Gehduse filir ein elektronisches
Bauelement. Das Gehduse weist einen Leiterrahmenabschnitt und
einen Formwerkstoff auf. Der Leiterrahmenabschnitt ist aus
einem elektrisch leitenden Material gebildet und weist eine
erste Seite und eine von der ersten Seite abgewandte zweite
Seite auf. Der Leiterrahmenabschnitt weist einen Kontaktab-
schnitt auf, der an der ersten Seite einen Kontaktbereich zum
elektrischen Kontaktieren des elektronischen Bauelements auf-
weist. Der Leiterrahmenabschnitt weist mindestens einen Auf-
nahmeabschnitt auf, der an der ersten Seite einen Aufnahmebe-
reich zum Anordnen des elektronischen Bauelements aufweist.
Der Kontaktabschnitt und der Aufnahmeabschnitt sind kdrper-
lich voneinander getrennt. Der Formwerkstoff weist eine Auf-
nahmeausnehmung auf, in der der Aufnahmebereich und/oder der
Kontaktbereich frei gelegt sind. Der Leiterrahmenabschnitt
ist so in den Formwerkstoff eingebettet, dass ein Teil des
Formwerkstoffs zwischen dem Kontaktabschnitt und dem Aufnah-
meabschnitt ausgebildet ist. Ferner betrifft die Erfindung
eine elektronische Baugruppe, ein Verfahren zum Herstellen
eines Gehduses fiir ein elektronisches Bauelement und ein Ver-

fahren zum Herstellen einer elektronischen Baugruppe.

Die deutsche Prioritdtsanmeldung DE 10 2012 215 449.3, die
ausdriicklich einen Teil der Offenbarung der vorliegenden An-
meldung bildet, beschreibt ebenfalls ein Gehduse fiir ein
elektronisches Bauelement, eine elektronische Baugruppe, ein

Verfahren zum Herstellen eines Gehduses fiir ein elektroni-
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sches Bauelement und ein Verfahren zum Herstellen einer

elektronischen.

Bekannte Gehduse fiir elektronische Bauelemente, beispielswei-
se QFN (gquad flat no leads) -Gehduse, weisen als Basismateri-
al beispielsweise Leiterrahmenabschnitte auf. Die QFN-Gehduse
werden auch als QFN-Packages und/oder als Micro Lead Frame
(MLF) bezeichnet und sind in der Elektronik als Chipgehduse-
bauform fiir integrierte Schaltungen (IC) bekannt. Die Be-
zeichnung ,QFN“ umfasst unterschiedliche GrdéBen von IC-
Gehdusen, welche alle als oberfldchenmontierte Bauteile auf

Leiterplatten geldtet werden konnen.

In dieser Beschreibung wird die Bezeichnung ,QFN“ auch stell-
vertretend fiir folgende Bezeichnungen verwendet: MLPQ (Micro
Leadframe Package Quad), MLPM (Micro Leadframe Package Mic-
ro), MLPD (Micro Leadframe Package Dual), DRMLEF (Dual Row
Micro Leadframe Package), DFN (Dual Flat No-lead Package),
TDFN (Thin Dual Flat No-lead Package), UTDFN (Ultra Thin Dual
Flat No-lead Package), XDFN (eXtreme thin Dual Flat No-lead
Package), QFN-TEP (Quad Flat No-lead package with Top Exposed
Pad), TQFN (Thin Quad Flat No-lead Package), VQFN (Very Thin
Quad Flat No Leads Package). Als wesentliches Merkmal und im
Gegensatz zu den ahnlichen Quad Flat Package (QFP) ragen die
elektrischen Anschliisse (Pins) nicht seitlich iiber die Abmes-
sungen der Kunststoffummantelung hinaus, sondern sind in Form
von nicht verzinnten Kupferanschliissen plan in die Unterseite
des Gehduses integriert. Dadurch kann der bendtigte Platz auf
der Leiterplatte reduziert werden und eine h&here Packungs-—

dichte erreicht werden.

Die Leiterrahmenabschnitte werden aus Leiterrahmen verein-
zelt. Die Leiterrahmen weisen beispielsweise ein elektrisch

leitendes Material auf oder sind daraus gebildet. Das elekt-
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risch leitende Material weist beispielsweise ein Metall, bei-
spielsweise Kupfer, beispielsweise CuW oder CuMo, Kupferle-
gierungen, Messing, Nickel und/oder Eisen, beispielsweise Fe-

Ni, auf und/oder ist daraus gebildet.

Die Leiterrahmenabschnitte dienen beispielsweise zum mechani-
schen Befestigen und/oder zum elektrischen Kontaktieren
elektronischer Bauelemente, wie beispielsweise Chips, bei-
spielsweise Halbleiter-Chips, und/oder elektromagnetische
Strahlung emittierende Bauelemente. Dazu welisen die Leiter-
rahmenabschnitte an einer ersten ihrer Seiten beispielsweise
Aufnahmebereiche zum Aufnehmen der elektronischen Bauelemen-
te, und/oder Kontaktbereiche zum elektrischen Kontaktieren
der elektronischen Bauelemente auf. Die elektrische Kontak-
tierung des Gehduses und der darin angeordneten elektroni-
schen Bauelemente erfolgt iiber eine der ersten Seite abge-
wandte zweite Seite der Leiterrahmenabschnitte, so dass jeder
Leiterrahmenabschnitt sowohl als Trdger als auch als elektri-
scher Kontakt und/oder elektrischer Leiter verwendet werden

kann.

Die elektronischen Bauelemente kdnnen beispielsweise oberfla-
chenmontierte Bauelemente (surface mounted device, SMD) sein.
SMD-Bauelemente haben im Gegensatz zu Bauelementen der Durch-
steckmontage (through hole technology, THT), den ,bedrahteten
Bauelementen”, keine Drahtanschliisse, sondern werden mittels
16tfahiger Anschlussflachen direkt auf die Aufnahmebereiche
der Leiterrahmenabschnitte geldtet. Dies erfolgt beispiels-
welse gemdaB der bekannten Oberflachenmontage (surface moun-

ting technology, SMT).

Beim Herstellen der Gehduse werden die Leiterrahmen in einen
Formwerkstoff eingebettet, beispielsweise in einem Mold-

Verfahren, beispielsweise einem Spritzguss—- oder Spritzpress-
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verfahren. Der Formwerkstoff kann als Kunststoffummantelung
ausgebildet sein. Das Gebilde aus Formwerkstoff und dem darin
eingebetteten Leiterrahmen kann auch als Gehduseverbund be-
zeichnet werden, der mehrere miteinander verbundene Gehduse
aufweist. Dass die Leiterrahmen bzw. Leiterrahmenabschnitte
in den Formwerkstoff eingebettet werden, bedeutet beispiels-
weise, dass die Leiterrahmen bzw. die Leiterrahmenabschnitte
zumindest teilweise von dem Formwerkstoff umgeben werden.
Teile der Leiterrahmen kodnnen frei von Formwerkstoff bleiben,
beispielsweise an der zweiten Seite der Leiterrahmen die
elektrischen Anschliisse zum Kontaktieren der Gehduse, insbe-
sondere der Leiterrahmenabschnitte der Gehduse, und/oder an
der ersten Seite der Leiterrahmenabschnitte die Aufnahmeaus-
nehmungen, in denen die Aufnahmebereiche und/oder Kontaktbe-
reiche frei gelegt sind. Die elektrischen Kontakte der Gehdu-
se sind an einer den Aufnahmebereichen gegeniiberliegenden
Seite der Leiterrahmenabschnitte ausgebildet, so dass die
fertigen Gehduse auf eine Leiterplatte aufgesetzt werden kon-
nen und direkt {iber den dadurch entstehenden k&rperlichen
Kontakt zwischen Gehduse und Leiterplatte auch der elektri-
sche Kontakt zu dem Leiterrahmen und/oder eine thermische An-
kopplung des Gehduses an die Leiterplatte hergestellt werden

kann.

Fiir verschiedene Anwendungen, beispielsweise filir ein QFN-
Package mit einem elektronischen Bauelement, das seine beiden
elektrischen Kontakte an seiner Oberseite, beispielsweise ei-
ner elektromagnetische Strahlung emittierenden Seite, auf-
welst, 1st es winschenswert, eine bondbare Kontaktflache auf
der ersten Seite des Leiterrahmenabschnitts zu haben, die
elektrisch gegeniiber einer Unterseite des QFN-Gehduses, der
Seite, die teilweise durch die zweite Seite des Leiterrahmen-
abschnitts gebildet ist, isoliert ist. Dadurch kdnnten alter-—

nativ zu den SMD-Bauelementen auch elektronische Bauelemente
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in einem QFN-Geh&use angeordnet und elektrisch kontaktiert
werden, die ihre elektrischen Kontakte an der Oberseite ha-
ben, so dass das elektrische Kundeninterface auf der Obersei-
te des entsprechenden QFN-Packages bereitgestellt ist. Derar-
tige elektronische Bauelemente kdnnten beispielsweise

CoB(chip on board) Bauelemente sein.

In verschiedenen Ausfiihrungsbeispielen werden ein Gehduse fiir
ein elektronisches Bauelement und eine elektronische Baugrup-—
pe bereitgestellt, die ermdglichen, ein elektronisches Bau-
element auf einen elektrisch leitenden Leiterrahmenabschnitt
des Gehduses zu montieren und elektrisch zu kontaktieren und
dennoch das Gehduse bzw. die elektronische Baugruppe zu einer
Unterseite hin elektrisch zu isolieren und/oder das Gehéduse
bzw. die elektronische Baugruppe auf einen elektrisch leiten-

den Kihlkorper aufzusetzen.

In verschiedenen Ausfilhrungsbeispielen werden ein Verfahren
zum Herstellen eines Gehduses fiir ein elektronisches Bauele-
ment und/oder ein Verfahren zum Herstellen einer elektroni-
schen Baugruppe bereitgestellt, die auf einfache Weise ermdg-
lichen, das Gehduse bzw. die elektronische Baugruppe so her-
zustellen, dass trotz Verwendung eines elektrisch leitenden
Leiterrahmenabschnitts fiir das Gehduse das Gehduse bzw. die
elektronische Baugruppe zu einer Unterseite hin elektrisch
isoliert sind und/oder dass das Gehduse bzw. die elektroni-
sche Baugruppe auf einen elektrisch leitenden Kiihlkorper auf-

setzbar sind und/oder das Gehduse prdzise herstellbar ist.

In verschiedenen Ausfiihrungsbeispielen wird ein Gehéduse fiir
ein elektronisches Bauelement bereitgestellt, das einen Lei-
terrahmenabschnitt und einen Formwerkstoff aufweist. Der Lei-
terrahmenabschnitt ist aus einem elektrisch leitenden Materi-

al gebildet und weist eine erste Seite und eine von der ers-
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ten Seite abgewandte zweite Seite auf. Der Leiterrahmen weist
einen Kontaktabschnitt auf, der an der ersten Seite einen
Kontaktbereich zum elektrischen Kontaktieren des elektroni-
schen Bauelements aufweist. Der Leiterrahmenabschnitt weist
mindestens einen Aufnahmeabschnitt auf, der an der ersten
Seite einen Aufnahmebereich zum Anordnen des elektronischen
Bauelements aufweist. Der Kontaktabschnitt und der Aufnahme-
abschnitt sind k&rperlich voneinander getrennt. Der Kontakt-
abschnitt ist in Richtung senkrechte zu der ersten Seite diin-
ner ausgebildet als der Aufnahmeabschnitt. Der Formwerkstoff
weist eine Aufnahmeausnehmung auf, in der der Aufnahmebereich
und/oder der Kontaktbereich freigelegt sind. Der Leiterrah-
menabschnitt ist so in den Formwerkstoff eingebettet, dass
ein Teil des Formwerkstoffs zwischen dem Kontaktabschnitt und
dem Aufnahmeabschnitt ausgebildet ist und dass die zweite
Seite des Leiterrahmenabschnitts im Bereich des Kontaktab-
schnitts von dem Formwerkstoff bedeckt ist und im Bereich des

Aufnahmeabschnitts frei von Formwerkstoff ist.

Dass der Kontaktabschnitt an der zweiten Seite von Formwerk-
stoff bedeckt ist, ermdglicht, ein elektronisches Bauelement
in dem Kontaktbereich elektrisch zu kontaktieren und dennoch
das Gehduse in dem Kontaktabschnitt zu einer Unterseite des
Gehduses, die von dem Aufnahmebereich und dem Kontaktbereich
abgewandt ist, elektrisch gegeniiber dem elektronischen Bau-
element zu isolieren. Verbindet man ein elektronisches Bau-
element, das an seiner dem Aufnahmebereich zugewandten Seite
elektrisch isoliert ist oder das mittels einer isolierenden
Schicht an dem Aufnahmebereich angeordnet ist, so ist der ge-
samte Leiterrahmenabschnitt und somit das Gehduse zu seiner
Unterseite hin elektrisch isoliert. Dies ermdglicht, das Ge-
hduse trotz des elektrisch leitenden Leiterrahmenabschnitts
und trotz der elektrischen Kontaktierung an dem Leiterrahmen-

abschnitt auf eine elektrisch leitende Montagefldche, bei-
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spielsweise eine elektrisch leitende Fldche einer Leiterplat-
te und/oder einer elektrisch leitenden Warmesenke aufzuset-
zen. Der direkte kOrperliche Kontakt zwischen dem Leiterrah-
menabschnitt und der Warmesadnke kann zu einem besonders ef-
fektiven Abfilihren von Warme beitragen.

Der Formwerkstoff kann beispielsweise einen Kunststoff bei-
spielsweise ein Kunstharz, beispielsweise Epoxidharz, PPA,
PCT, LCP, PEEA, Silikon oder Hybride aus diesen Materialien
aufweisen. Das elektronische Bauelement kann beispielsweise
ein elektromagnetische Strahlung emittierendes Bauelement
sein. Das elektromagnetische Strahlung emittierende Bauele-
ment kann beispielsweise die elektromagnetische Strahlung di-
rekt emittieren oder zundchst in ein Konversionselement ein-
koppeln, das die elektromagnetische Strahlung konvertiert und
dann konvertierte elektromagnetische Strahlung emittiert. Das
elektronische Bauelement kann beispielsweise ein Chip-on-
Board (CoB)-Element sein, beil dem beide elektrischen Kontakte
des elektronischen Bauelements auf einer von dem Leiterrah-
menabschnitt abgewandten Seite des elektronischen Bauelements
angeordnet sind und bei dem das elektronische Bauelement hin

zu dem Aufnahmebereich elektrisch isoliert 1st.

Bei verschiedenen Ausfihrungsformen bilden der Formwerkstoff
an der zweiten Seite des Leiterrahmenabschnitts im Bereich
des Kontaktabschnitts und der Leiterrahmenabschnitt an der
zweiten Seite des Leiterrahmenabschnitts im Bereich des Auf-
nahmeabschnitts eine ebene Fliche. Beispielsweise bilden der
Formwerkstoff in dem Kontaktabschnitt und der Aufnahmeab-
schnitt eine Unterseite des Gehduses. Das Gehduse kann dann
beispielsweise an seiner Unterseite auf eine Leiterplatte
und/oder eine Warmesenke aufgesetzt werden, wobeil eine ther-
mische Kontaktierung des Gehduses an der Unterseite des Ge-
hduses ilber den Formwerkstoff und/oder den Aufnahmeabschnitt

erfolgen kann. Da der Aufnahmeabschnitt in dem Aufnahmebe-
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reich direkt mit dem elektronischen Bauelement gekoppelt sein
kann, kann dies zu einer besonders guten Widrmekopplung des
elektronischen Bauelements zu der Leiterplatte bzw. der Wir-

mesenke hin beitragen.

Bei verschiedenen Ausfihrungsformen weist der Formwerkstoff
an der zweiten Seite des Leiterrahmenabschnitts im Bereich
des Kontaktabschnitts mindestens eine Ausnehmung auf. Die
Ausnehmung ist mit elektrisch isolierendem Material gefiillt.
Die Ausnehmung kann beispielsweise durch ein Formelement ent-
stehen, das bewirkt, dass der Kontaktabschnitt wadhrend des
FEinbettens prdzise an den entsprechenden Formkdrper anliegt,
obwohl seine Dicke geringer ist, als die Dicke des Aufnahme-
abschnitts. Das elektrisch isolierende Material erméglicht,
das Gehduse weiterhin mit einer elektrisch isolierten Unter-
seite, insbesondere in dem Kontaktabschnitt, bereitzustellen
auch wenn das Gehduse die Ausnehmung aufweist. Die Ausnehmung
kann somit beispielsweise dazu beitragen, bei einem Herstel-
lungsprozess zum Herstellen des Gehduses den Kontaktbereich
in dem Kontaktabschnitt prdzise an einen Formkdrper eines
Formwerkzeugs anzupressen. Dies bewirkt, dass beim Einbetten
des Leiterrahmenabschnitts in den Formwerkstoff kein Form-

werkstoff auf den Kontaktbereich vordringt.

Das Vordringen des Formwerkstoffs in den Kontaktbereich kann
auch als ,Flash” bezeichnet werden. Der Flash kann dazu bei-
tragen, dass das elektronische Bauelement in dem Kontaktbe-
reich nur unprdzise oder gar nicht elektrisch kontaktiert
werden kann. Der Flash muss dann h&dufig in einem nachfolgen-
den Prozess entfernt werden. Das Verhindern des Flashs tragt
zu einem einfachen und prazisen Ausbilden des Gehduses bei,
da dann das elektronische Bauelement wie gewlinscht elektrisch

kontaktiert werden kann und auf den nachfolgenden Prozess zum
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Entfernen des Flashs verzichtet werden kann oder der Prozess

zum Entfernen des Flashs vereinfacht werden kann.

Bei verschiedenen Ausfihrungsformen ist die Ausnehmung teil-
weise mit einem Formelement des Kotaktabschnitts und teilwei-
se mit dem elektrisch isolierenden Material gefiillt. Dies
kann beispielsweise dazu beitragen, das Formelement zum An-
pressen des Kontaktabschnitts gegen den ersten Formkdrper
einfach bereitzustellen, da dies beispielsweise durch eine
Hervorhebung des Kontaktabschnitts selbst ausgebildet sein
kann. Die Hervorhebung kann dann nach dem Einbetten des Lei-
terrahmenabschnitts zumindest teilweise entfernt werden und
die verbleibende Ausnehmung kann mit dem elektrisch isolie-
renden Material gefiillt werden, so dass das Gehduse weiterhin
an dem Kontaktabschnitt zu seiner Unterseite hin elektrisch

isoliert 1ist.

In verschiedenen Ausfihrungsformen wird eine elektronische
Baugruppe mit einem elektronischen Bauelement und mit einem
Geh&use bereitgestellt, beispielsweise einem der vorhergehend
erlduterten elektronischen Bauelemente und/oder dem vorherge-
hend erlduterten Gehduse. Das elektronische Bauelement ist
auf dem Aufnahmebereich angeordnet und elektrisch mit dem
Kontaktbereich gekoppelt. Das elektronische Bauelement kann
beispielsweise in der Aufnahmeausnehmung in eine Vergussmasse
eingebettet sein. Der Formwerkstoff kann einen Rahmen fiir die
Vergussmasse bilden. Das elektronische Bauelement kann an
seiner dem Aufnahmebereich zugewandten Seite elektrisch iso-

liert sein.

Beispielsweise kann das elektronische Bauelement ein elekt-
risch isolierendes Substrat aufweisen und ilber das Substrat
an dem Aufnahmebereich angeordnet sein. Alternativ oder zu-

sdtzlich kann zwischen dem elektronischen Bauelement und dem
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Aufnahmebereich eine elektrisch isolierende Schicht ausgebil-
det sein. Beispielsweise kdnnen elektronische Komponenten des
elektronischen Bauelements auf dem elektrisch isolierenden
Substrat aufgebracht sein. Die elektronischen Komponenten und
das Substrat bilden dann das elektronische Bauelement. Das
Substrat kann beispielsweise Aluminiumnitrid, Aluminiumoxid

oder Saphir aufweisen.

In verschiedenen Ausfihrungsformen wird ein Verfahren zum
Herstellen eines Gehduses fir ein elektronisches Bauelement
bereitgestellt. Dabei wird zundchst ein Leiterrahmenabschnitt
bereitgestellt, der aus einem elektrisch leitenden Material
gebildet ist und der eine erste Seite und eine von der ersten
Seite abgewandte zweite Seite aufweist. Der Leiterrahmenab-
schnitt weist einen Kontaktabschnitt auf, der an der ersten
Seite einen Kontaktbereich zum elektrischen Kontaktieren des
elektronischen Bauelements aufweist. Der Leiterrahmenab-
schnitt weist mindestens einen Aufnahmeabschnitt auf, der an
der ersten Seite einen Aufnahmebereich zum Anordnen des
elektronischen Bauelements aufweist. Der Kontaktabschnitt und
der Aufnahmeabschnitt sind k&rperlich voneinander getrennt.
Der Kontaktabschnitt ist in Richtung senkrecht zu der ersten
Seite diinner ausgebildet als der Aufnahmeabschnitt. Der Lei-
terrahmenabschnitt wird so in einen Formwerkstoff eingebet-
tet, dass der Formwerkstoff eine Aufnahmeausnehmung aufweist,
in der der Aufnahmebereich und der Kontaktbereich frei von
Formwerkstoff bleiben, dass ein Teil des Formwerkstoffs zwi-
schen dem Kontaktabschnitt und dem Aufnahmeabschnitt ausge-
bildet wird und dass die zweite Seite des Leiterrahmenab-
schnitts im Bereich des Kontaktabschnitts von dem Formwerk-
stoff bedeckt wird und im Bereich des Aufnahmeabschnitts frei
von Formwerkstoff bleibt. Der Formwerkstoff, der zwischen dem
Kontaktabschnitt und dem Aufnahmeabschnitt angeordnet ist,

isoliert den Kontaktabschnitt elektrisch von dem Aufnahmeab-
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schnitt. Gleichermalen isoliert der Formwerkstoff, der an der
zweiten Seite des Kontaktabschnitts ausgebildet ist, den Kon-
taktabschnitt und/oder den Kontaktbereich hin zu einer Unter-

seite des Gehduses.

Bei verschiedenen Ausfihrungsformen wird der Formwerkstoff so
ausgebildet, dass der Formwerkstoff an der zweiten Seite des
Leiterrahmenabschnitts im Bereich des Kontaktabschnitts und
der Leiterrahmenabschnitt an der zweiten Seite in dem Aufnah-
meabschnitt eine ebene Fldche bilden. Beispielsweise bilden
der Formwerkstoff in dem Kontaktabschnitt und der zweite Lei-
terrahmenabschnitt in dem Aufnahmeabschnitt eine Unterseite
des Gehduses. Das Gehduse kann beispielsweise an seiner Un-
terseite auf eine Leiterplatte aufgesetzt werden, wobei eine
thermische Kontaktierung des Gehduses an der Unterseite des
Gehduses iiber den Formwerkstoff in dem Kontaktabschnitt
und/oder {iber den Leiterrahmenabschnitt in dem Aufnahmeab-

schnitt erfolgen kann.

Bei verschiedenen Ausfihrungsformen wird zum Einbetten des
Leiterrahmenabschnitts in den Formwerkstoff ein Formwerkzeug
verwendet, das einen ersten Formkdrper und einen zweiten
Formkdrper aufweist. Der einzubettende Leiterrahmenabschnitt
wird zwischen dem ersten und dem zweiten Kdrper so angeord-
net, dass die erste Seite des Leiterrahmenabschnitts dem ers-
ten Formkdrper zugewandt ist und die zweite Seite des Leiter-
rahmenabschnitts dem zweiten Formkdrper zugewandt ist. Der
zwelte Formk&rper weist im Bereich des Kontaktabschnitts min-
destens ein erstes Formelement auf, dessen Hbhe grdber oder
gleich einem Unterschied ist zwischen der Dicke des Leiter-
rahmenabschnitts in dem Kontaktabschnitt und der Dicke des
Leiterrahmenabschnitts in dem Aufnahmeabschnitt. Der erste
und der zwelite Formkdrper werden zusammengepresst, wodurch

das erste Formelement den Kontaktabschnitt gegen den ersten
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FormkOrper presst. Der Formwerkstoff wird zwischen die beiden
Formkorper zugefilhrt. In dem Formwerkstoff wird durch das
Formelement eine Ausnehmung gebildet. Der Formwerkstoff wird
beispielsweise in fliissigem und/oder zdhflissigem Zustand dem
FormkOrper zugefilhrt und kann anschlieRend gehdrtet, bei-

spielsweise getrocknet werden.

Das erste Formelement bewirkt, dass der Kontaktabschnitt
trotz seiner geringen Dicke prdzise gegen den ersten Formkdr-
per gedriickt wird, so dass wadhrend des Einbettens kein fliis-
siger Formwerkstoff zwischen den Kontaktabschnitt und/oder
den Kontaktbereich und den ersten Formkdrper dringen kann.
Dabei kann der Leiterrahmenabschnitt ohne Modifikation ver-
wendet werden. Ohne das erste Formelement kdnnte das Form-
werkzeug den Kontaktbereich nicht gegeniiber dem Formwerkstoff
abdichten, da kein Gegendruck von der Seite des zweiten Form-
werkzeugs wirken wiirde. Dies wilirde zu einem Ablagern von
Formwerkstoff auf dem Kontaktbereich und/oder zum Ausbilden
von Flash fiihren, was bei nachfolgenden Prozessen, beispiels-
weise beim Kontaktieren, beispielsweise beim Drahtkontaktie-
ren des elektronischen Bauelements zu Problemen fiihren kann.
Das erste Formelement trdgt somit zu einem pradzisen Ausbilden
des Gehduses, beispielweise ohne Formwerkstoff und/oder Flash
auf dem Kontaktbereich, bei. Alternativ oder zusdtzlich kann

die Lage- und/oder Formtreue dadurch verbessert werden.

Bei verschiedenen Ausfihrungsformen ist die HOhe des Formele-
ments groBer als der Unterschied zwischen der Dicke des Lei-
terrahmenabschnitts in dem Kotaktabschnitt und der Dicke des
Leiterrahmenabschnitts in dem Aufnahmeabschnitt. Beim Zusam-
menpressen der beiden Formkdrper wird der Kontaktbereich an
der zweiten Seite des Leiterrahmenabschnitts verformt. Dies
kann dazu beitragen, einen besonders hohen Druck auf den

zweiten Kontaktabschnitt wahrend des Einbettens gegen den
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zweiten Formkdrper auszuiiben. Die Verformung kann beispiels-
weise unelastisch und/oder dauerhaft sein, so dass durch das
erste Formelement in dem Kontaktabschnitt ein Abdruck des

ersten Formelements entsteht.

Zusatzlich zu dem einen ersten Formelement kdnnen noch weite-
re erste Formelemente an dem zweiten Formk&rper ausgebildet
werden, beispielsweise kdnnen die ersten Formelemente so aus-
gebildet und angeordnet werden, dass sie gleichmdlig iliber den
Kontaktabschnitt verteilt sind und diesen gleichmdBig gegen
den ersten Formkdrper pressen. Die ersten Formelemente kdnnen
beispielsweise einen scharfen und/oder spitzen Druckabschnitt
aufweisen, an dem das entsprechende erste Formelement gegen
den Kontaktabschnitt driickt. Beispielsweise kdnnen die ersten
Formelemente pyramidenfdrmig, kegelfdrmig oder keilfdrmig
ausgebildet sein, wobei jeweils die Spitze des Kegels, des
Keils bzw. der Pyramide den Druckabschnitt darstellt und wah-
rend des Einbettens gegen den Kontaktabschnitt driickt und ge-
gebenenfalls einen entsprechenden Abdruck in dem Kontaktab-

schnitt hinterl&sst.

Bei verschiedenen Ausfihrungsformen wird zum Einbetten des
Leiterrahmenabschnitts in den Formwerkstoff ein Formwerkzeug
verwendet, das einen ersten Formkdrper und einen zweiten
FormkO6rper aufweist. Auf den zweiten Formkdrper wird mindes-
tens ein zweites Formelement angeordnet, dessen HOhe gridBer
oder gleich einem Unterschied ist zwischen der Dicke des Lei-
terrahmenabschnitts in dem Kontaktabschnitt und der Dicke des
Leiterrahmenabschnitts in dem Aufnahmeabschnitt. Der einzu-
bettende Leiterrahmenabschnitt wird zwischen dem ersten und
dem zweiten Formkdorper so angeordnet, dass die erste Seite
des Leiterrahmenabschnitts dem ersten Formkdrper zugewandt
ist und die zweite Seite des Leiterrahmenabschnitts dem zwei-

ten Formkdrper zugewandt ist und dass das zweite Formelement
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im Bereich des Kontaktabschnitts angeordnet ist. Der erste
und der zwelite Formkdrper werden zusammengepresst, wodurch
das zweite Formelement den Kontaktabschnitt gegen den ersten
FormkOrper presst. Der Formwerkstoff wird zwischen die beiden
Formkorper zugefilhrt. In dem Formwerkstoff wird durch das
zweite Formelement eine Ausnehmung gebildet. Das zweite Form-
element kann alternativ oder zusdtzlich zu dem ersten Form-

element angeordnet sein.

Das zwelte Formelement bewirkt, dass der Kontaktabschnitt
trotz seiner geringeren Dicke prazise gegen den ersten Form-
korper gedriickt wird, so dass wdhrend des Einbettens kein
flliissiger Formwerkstoff zwischen den Kontaktabschnitt
und/oder den Kontaktbereich und den ersten Formkdrper dringen
kann. Dabei k&nnen der Leiterrahmenabschnitt und das Form-
werkzeug, insbesondere der zweite Formkdrper, ohne Modifika-
tion verwendet werden. Ohne das zweite Formelement kdnnte das
Formwerkzeug den Kontaktbereich nicht gegeniiber dem Formwerk-
stoff abdichten, da kein Gegendruck von der Seite des zweiten
Formwerkzeugs wirken wirde. Dies wilirde zu einem Ablagern von
Formwerkstoff auf dem Kontaktbereich und/oder zum Ausbilden
von Flash fiihren, was bei nachfolgenden Prozessen, beispiels-
weise beim Kontaktieren, beispielsweise beim Drahtkontaktie-
ren des elektronischen Bauelements zu Problemen fiihren kann.
Das zweite Formelement tragt somit zu einem prdzisen Ausbil-
den des Gehduses, beispielweise ohne Formwerkstoff und/oder
Flash auf dem Kontaktbereich, bei. Alternativ oder =zusédtzlich

kann die Lage- und/oder Formtreue dadurch verbessert werden.

Das zweite Formelement kann so ausgebildet sein, dass es den
Kontaktabschnitt gleichmdlig gegen den ersten FormkdOrper

drickt. Alternativ oder zusdatzlich zu dem einen zweiten Form-
element kdnnen noch weitere zweite Formelemente auf dem zwei-

ten Formkdrper angeordnet werden, beispielsweise kdnnen die
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zweiten Formelemente so ausgebildet und angeordnet werden,
dass sie gleichmdbig idber den Kontaktabschnitt verteilt sind
und diesen gleichmdblig gegen den ersten FormkOrper pressen.
Die zweiten Formelemente kdnnen beispielsweise elastisch aus-
gebildet sein. Beispielsweise k&nnen die zweiten Formelemente
kugelfdrmig ausgebildet sein. Beispielsweise kdnnen die zwei-
ten Formelemente derart elastisch ausgebildet sein, dass beim
Pressen des Kontaktabschnitts gegen den ersten Formkdrper das
entsprechende zweite Formelement keinen Abdruck in dem Kon-

taktabschnitt hinterlé&sst.

Bei verschiedenen Ausfihrungsformen wird der Leiterrahmenab-
schnitt derart bereitgestellt, dass er in dem zweiten Kon-
taktabschnitt mindestens ein drittes Formelement aufweist, in
dessen Bereich die Dicke des Kontaktabschnitts der Dicke des
Aufnahmeabschnitts entspricht. Zum Einbetten des Leiterrah-
menabschnitts in den Formwerkstoff wird ein Formwerkzeug ver-
wendet, das einen ersten Formkdrper und einen zweiten Form-
korper aufweist. Der einzubettende Leiterrahmenabschnitt wird
zwischen dem ersten und dem zweiten Formkdrper so angeordnet,
dass die erste Seite des Leiterrahmenabschnitts dem ersten
FormkOrper zugewandt ist und die zweite Seite des Leiterrah-
menabschnitts dem zweiten Formkdrper zugewandt ist. Der erste
und der zwelite Formkdrper werden zusammengepresst, wodurch
das dritte Formelement den Kontaktabschnitt gegen den ersten
FormkOrper presst. Der Formwerkstoff wird zwischen die beiden
FormkOrper zugefilhrt. Der Formwerkstoff umgibt das dritte
Formelement zumindest teilweise. Das dritte Formelement kann
alternativ oder zusdtzlich zu dem ersten und/oder zweiten

Formelement angeordnet sein.

Das dritte Formelement kann beispielsweise als Hervorhebung
des Kontaktabschnitts ausgebildet sein, wobei die Hervorhe-

bung an einer von dem Kontaktbereich abgewandten zweiten Sei-
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te des Kontaktabschnitts ausgebildet ist und bei in dem Form-
werkzeug eingelegtem Leiterrahmenabschnitt in Richtung des
zweliten Formkdrpers von dem Kontaktabschnitt absteht. Das
dritte Formelement bewirkt, dass der Kontaktabschnitt trotz
seiner geringeren Dicke beim Einbetten pridzise gegen den ers-
ten Formkdrper gedriickt wird, so dass wdhrend des Einbettens
kein flissiger Formwerkstoff zwischen den Kontaktabschnitt
und/oder den Kontaktbereich und den ersten Formkdrper dringen
kann. Dabei kdnnen das Formwerkzeug und insbesondere der
zweite Formkdrper ohne Modifikation verwendet werden. Ohne
das dritte Formelement kdnnte das Formwerkzeug den Kontaktbe-
reich nicht gegeniiber dem Formwerkstoff abdichten, da kein
Gegendruck von der Seite des zweiten Formwerkzeugs wirken
wiirde. Dies wilirde zu einem Ablagern von Formwerkstoff auf dem
Kontaktbereich und/oder zum Ausbilden von Flash fihren, was
bei nachfolgenden Prozessen, beispielsweise beim Kontaktie-
ren, beispielsweise beim Drahtkontaktieren des elektronischen
Bauelements zu Problemen fiihren kann. Das dritte Formelement
tragt somit zu einem prdzisen Ausbilden des Gehduses, bei-
spielweise ohne Formwerkstoff und/oder Flash auf dem Kontakt-
bereich, bei. Alternativ oder zusdtzlich kann die Lage-

und/oder Formtreue dadurch verbessert werden.

Bei verschiedenen Ausfihrungsformen wird das dritte Formele-
ment zumindest teilweise entfernt, beispielsweise nachdem der
Formwerkstoff gehdrtet ist, beispielsweise mit Hilfe eines
Atzverfahrens, wodurch in dem Formwerkstoff eine Ausnehmung

gebildet wird.

Bei verschiedenen Ausfihrungsformen wird die Ausnehmung, bei-
spielsweise eine der vorhergehend erlduterten Ausnehmungen,
in dem Formwerkstoff an der zweiten Seite des Kontaktab-

schnitts mit elektrisch isolierendem Material gefiillt.
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Bei verschiedenen Ausfihrungsformen wird der Leiterrahmenab-
schnitt in den Formwerkstoff eingebettet, in dem ein Leiter-
rahmen in den Formwerkstoff eingebettet wird, der den Leiter-
rahmenabschnitt aufweist. Durch den eingebetteten Leiterrah-
men ist ein Gehduseverbund gebildet, der mehrere miteinander
verbundene Gehduse aufweist. Nach dem Einbetten des Leiter-—

rahmens in den Formwerkstoff k&nnen die Gehduse aus dem Ge-

hduseverbund vereinzelt werden. Beispielsweise kann der Ge-

hduseverbund dazu mehrmals durchtrennt, beispielsweise gesagt
oder geschnitten werden. Vor dem Vereinzeln der Gehduse kon-
nen beispielsweise noch die Ausnehmungen in den Formwerkstoff

mit dem elektrisch isolierenden Material gefiillt werden.

In verschiedenen Ausfihrungsformen wird ein Verfahren zum
Herstellen einer elektronischen Baugruppe bereitgestellt, bei
dem ein Geh&use bereitgestellt wird, beispielsweise gemdl dem
vorhergehend erliduterten Verfahren, und bei dem ein elektro-
nisches Bauelement in den Aufnahmebereich des Gehduses ange-
ordnet wird und elektrisch mit dem Kontaktbereich gekoppelt
wird. Das elektronische Bauelement kann beispielweise vor
oder nach dem Vereinzeln des Gehduseverbundes in das entspre-
chende Bauelement eingesetzt werden. Das elektronische Bau-
element in der Aufnahmeausnehmung kann beispielsweise in Ver-
gussmasse eingebettet werden. Das Einbetten des elektroni-
schen Bauelements in die Vergussmasse kann beispielsweise vor

oder nach dem Vereinzeln der Gehduse durchgefiithrt werden.

Ausfiihrungsbeispiele der Erfindung sind in den Figuren darge-

stellt und werden im Folgenden nédher erlautert.

Es zeigen:

Figur 1 eine Schnittdarstellung eines Ausfiihrungsbeispiels

einer elektronischen Baugruppe;
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ein Ausfiihrungsbeispiel eines Leiterrahmenab-

schnitts in einem herkdémmlichen Formwerkzeug;

ein Ausfiihrungsbeispiel eines Leiterrahmenab-
schnitts in einem Ausfiihrungsbeispiel eines Form-

werkzeugs;

eine Schnittdarstellung eines Ausfiihrungsbeispiels
eines Gehduses flir ein elektronisches Bauelement
wahrend eines Herstellungsverfahrens in einem ers-

ten Zustand;

das Gehduse gemdl Figur 4 wdhrend des Herstel-

lungsverfahrens in einem zweiten Zustand;

das Gehduse gemdl den Figuren 4 und 5 wé&hrend des

Herstellungsverfahrens in einem dritten Zustand;

ein Ausfiihrungsbeispiel eines Leiterrahmenab-

schnitts in einem Formwerkzeug;

eine Schnittdarstellung eines Ausfiihrungsbeispiels
eines Gehéduses fiir ein elektronisches Bauelement
wadhrend eines Herstellungsprozesses in einem ers-

ten Zustand;

das Gehduse gemdl Figur 8 wadhrend des Herstel-

lungsprozesses in einem zweiten Zustand;

ein Ausfiihrungsbeispiel eines Leiterrahmenab-

schnitts in einem Formwerkzeug;

ein Ausfiihrungsbeispiel eines Gehduses fiir ein
elektronisches Bauelement wdhrend eines Herstel-

lungsprozesses in einem ersten Zustand;

das Gehduse gemdl Figur 11 wadhrend des Herstel-

lungsprozesses in einem zweiten Zustand;
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Figur 13 das Gehduse gemdl den Figuren 11 und 12 wdhrend
des Herstellungsprozesses in einem dritten Zu-

stand; und

Figur 14 ein Ablaufdiagramm eines Ausfiihrungsbeispiels ei-
nes Verfahrens zum Herstellen einer elektronischen

Baugruppe.

In der folgenden ausfiihrlichen Beschreibung wird auf die bei-
gefligten Zeichnungen Bezug genommen, die Teil dieser Be-
schreibung bilden und in denen zur Veranschaulichung spezifi-
sche Ausfiihrungsbeispiele gezeigt sind, in denen die Erfin-
dung ausgeiibt werden kann. In dieser Hinsicht wird Richtungs-
terminologie wie etwa ,oben”, ,unten”, ,vorne”, ,hinten”,
svorderes”, ,hinteres”, usw. mit Bezug auf die Orientierung
der beschriebenen Figur(en) verwendet. Da Komponenten von
Ausfihrungsbeispielen in einer Anzahl verschiedener Orientie-
rungen positioniert werden ko&nnen, dient die Richtungstermi-
nologie zur Veranschaulichung und ist auf keinerlei Weise
einschrédnkend. Es versteht sich, dass andere Ausfiihrungsbei-
spiele benutzt und strukturelle oder logische Anderungen vor-—
genommen werden kodnnen, ohne von dem Schutzumfang der vorlie-
genden Erfindung abzuweichen. Es versteht sich, dass die
Merkmale der hierin beschriebenen verschiedenen Ausfiihrungs-
beispiele miteinander kombiniert werden konnen, sofern nicht
spezifisch anders angegeben. Die folgende ausfiihrliche Be-
schreibung ist deshalb nicht in einschrénkendem Sinne aufzu-
fassen, und der Schutzumfang der vorliegenden Erfindung wird

durch die angefiligten Anspriiche definiert.

Im Rahmen dieser Beschreibung werden die Begriffe "verbun-
den", "angeschlossen" sowie "gekoppelt" verwendet zum Be-
schreiben sowohl einer direkten als auch einer indirekten
Verbindung, eines direkten oder indirekten Anschlusses sowie

einer direkten oder indirekten Kopplung. In den Figuren wer-
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den identische oder &hnliche Elemente mit identischen Bezugs-

zeichen versehen, soweit dies zweckmdlig ist.

Fin elektronisches Bauelement kann in verschiedenen Ausfiih-
rungsbeispielen ein elektromagnetische Strahlung emittieren-
des Bauelement sein. Ein elektromagnetische Strahlung emit-
tierendes Bauelement kann in verschiedenen Ausfiihrungsbei-
spielen ein elektromagnetische Strahlung emittierendes Halb-
leiter—-Bauelement sein und/oder als eine elektromagnetische
Strahlung emittierende Diode, als eine organische elektromag-
netische Strahlung emittierende Diode, als ein elektromagne-
tische Strahlung emittierender Transistor oder als ein orga-
nischer elektromagnetische Strahlung emittierender Transistor
ausgebildet sein. Die Strahlung kann beispielsweise Licht im
sichtbaren Bereich, UV-Licht und/oder Infrarot-Licht sein. In
diesem Zusammenhang kann das elektromagnetische Strahlung
emittierende Bauelement beispielsweise als Licht emittierende
Diode (light emitting diode, LED) als organische Licht emit-
tierende Diode (organic light emitting diode, OLED), als
Licht emittierender Transistor oder als organischer Licht
emittierender Transistor ausgebildet sein. Das Licht emittie-
rende Bauelement kann in verschiedenen Ausfiihrungsbeispielen
Teil einer integrierten Schaltung sein. Weiterhin kann eine
Mehrzahl von Licht emittierenden Bauelementen vorgesehen
sein, beispielsweise untergebracht in einem gemeinsamen Ge-

hduse.

Fig.l zeigt ein Ausfihrungsbeispiel einer elektronischen Bau-
gruppe 8. Die elektronische Baugruppe 8 kann beispielsweise
ein Gehduse 10 fiir ein elektronisches Bauelement 20 und das
elektronische Bauelement 20 aufweisen. Die elektronische Bau-
gruppe 8 kann beispielsweise auch als QFN-Package bezeichnet

werden.
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Das Gehduse 10 kann beispielsweise einen Leiterrahmenab-
schnitt 12, der aus elektrisch leitendem Material gebildet
sein kann, und einen Formwerkstoff 14 aufweisen. Das elekt-
risch leitende Material kann beispielsweise ein Metall, bei-
spielsweise Kupfer, beispielsweise CuW oder CuMo, Kupferle-
gierungen, Messing, Nickel und/oder Eisen, beispielsweise Fe-

Ni, aufweisen und/oder daraus gebildet sein.

Der Leiterrahmenabschnitt 12 kann beispielsweise in den Form-
werkstoff 14 des Gehduses 10 eingebettet sein. Der Formwerk-—
stoff 14 kann beispielsweise einen Duroplasten aufweisen,
beispielsweise Epoxidharz, Silikonharz, oder einen Thermo-
plasten, beispielsweise PPA oder Polyester und/oder ein anor-
ganisches Material, beispielswiese einen Verbundwerkstoff,
beispielsweise Epoxidharz, und/oder Silikon, ein Silikon-

Hybrid und/oder ein Silikon-Epoxid-Hybrid.

Der Leiterrahmenabschnitt 12 kann beispielsweise einen Kon-
taktabschnitt 28 aufweisen, der an einer ersten Seite des
Leiterrahmenabschnitts 12 einen Kontaktbereich 26 aufweisen
kann. Der Leiterrahmenabschnitt 12 kann beispielsweise einen
Aufnahmeabschnitt 32 aufweisen, der an der ersten Seite des
Leiterrahmenabschnitts 12 einen Aufnahmebereich 30 aufweisen
kann. Der Formwerkstoff 14 kann zum Teil auf der ersten Seite
des Leiterrahmenabschnitts 12 ausgebildet sein, beispielswei-
se so, dass in dem Formwerkstoff 14 eine Aufnahmeausnehmung
18 gebildet ist, in der der Kontaktbereich 26 und der Aufnah-
mebereich 30 freigelegt sind und/oder in der das elektroni-

sche Bauelement 20 angeordnet und/oder kontaktiert ist.

Der Aufnahmeabschnitt 32 kann senkrecht zu der ersten Seite

des Leiterrahmenabschnitts 12 eine Dicke aufweisen, die gro-
Ber ist als eine Dicke des Kontaktabschnitts 28 senkrecht zu
der ersten Seite des Leiterrahmenabschnitts 12. An einer

zweliten Seite des Kontaktabschnitts 28, die von der ersten



10

15

20

25

30

WO 2014/033150 29 PCT/EP2013/067773

Seite mit dem Aufnahmebereich 26 abgewandt ist, kann der
Formwerkstoff 14 ausgebildet sein. Eine von dem elektroni-
schen Bauelement 20 abgewandte Unterseite des Gehduses 10
kann beispielsweise durch den Formwerkstoff 14 in dem Kon-
taktabschnitt 28 und den Leiterrahmenabschnitt 12 in dem Auf-
nahmeabschnitt 32 gebildet sein. Der Formwerkstoff 14 kann
beispielsweise zwischen dem Kontaktabschnitt 28 und dem Auf-
nahmeabschnitt 32 ausgebildet und/oder angeordnet sein. Bei-
spielsweise kann der Formwerkstoff 14 den Kontaktabschnitt 28
von dem Aufnahmeabschnitt 32 elektrisch isolieren. Eine Dicke
des Gehduses 10 kann beispielsweise 100 pm bis 1 mm, bei-
spielsweise 200 pm bis 500 pum, beispielsweise 250 pm bis 300
um betragen. Eine Dicke des Leiterrahmenabschnitts 12 kann
beispielsweise 100 pum bis 500 um, beispielsweise 150 um bis

300 pm betragen.

Das elektronische Bauelement 20 kann beispielsweise ein
elektromagnetische Strahlung emittierendes Bauelement sein.
Das elektronische Bauelement 20 kann beispielsweise eine
Strahlungsquelle 22 aufweisen, die beispielweise mit dem Auf-
nahmebereich 30 gekoppelt sein kann. Die Strahlungsquelle 22
eignet sich zum Erzeugen elektromagnetischer Strahlung. Die
Strahlungsquelle 22 kann beispielsweise ein Substrat aufwei-
sen, auf dem die elektronischen Komponenten der Strahlungs-
quelle 22 angeordnet sind. Das Substrat kann beispielsweise
elektrisch isolierend ausgebildet sein und/oder mit dem Auf-
nahmebereich 30 kOrperlich in Kontakt sein. Die wvon der
Strahlungsquelle 22 erzeugte elektromagnetische Strahlung
kann beispielsweise direkt als Nutzstrahlung, beispielsweise
als Beleuchtungslicht genutzt werden. Alternativ dazu kann
das elektronische Bauelement 20 beispielsweise ein Konversi-
onselement 24 aufweisen, das beispielsweise auf einer von dem
Leiterrahmenabschnitt 12 abgewandten Seite der Strahlungs-

quelle 22 oder von dieser beabstandet angeordnet sein kann.
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Das Konversionselement 24 kann beispielsweise Leuchtstoffe

aufweisen, die mit Hilfe der elektromagnetischen Strahlung

der Strahlungsquelle 22 zum Emittieren von konvertierter

elektromagnetischer Strahlung angeregt werden kénnen. In die-

sem Zusammenhang kann die von der Strahlungsquelle 22 erzeug-

te elektromagnetische Strahlung als Anregungsstrahlung be-

zeichnet werden und die mit Hilfe des Konversionselements 24

erzeugte elektromagnetische Strahlung kann beispielsweise als

Konversionsstrahlung bezeichnet werden.

Die Leuchtstoffe in dem Konversionselement 24 kdnnen mit Hil-

fe der Anregungsstrahlung energetisch angeregt werden. Beim

nachfolgenden energetischen Abregen emittieren die Leucht-

stoffe Licht einer oder mehrerer vorgegebener Farben. Es fin-

det somit eine Konversion der Anregungsstrahlung statt, wo-

durch die Konversionsstrahlung erzeugt wird. Bei der Konver-

sion werden die Wellenldngen der Anregungsstrahlung zu kilirze-

ren oder langeren Wellenldngen verschoben.

Einzelfarben oder Mischfarben sein.

Die Farben kdnnen

Die Einzelfarben kdnnen

beispielsweise griines, rotes oder gelbes Licht aufweisen

und/oder die Mischfarben k&nnen beispielsweise aus grilinem,

rotem und/oder gelbem Licht gemischt sein und/oder beispiels-

welse welles Licht aufweisen.

Zusatzlich kann blaues Licht

bereitgestellt werden, beispielsweise indem das Konversions-—

element 24 so ausgebildet wird, dass zumindest teilweise

nicht konvertierte Anregungsstrahlung das elektronische Bau-

element 8 als nutzbares Beleuchtungslicht verldsst. Die Ein-

zel— oder Mischfarben kénnen mit Hilfe des Konversionsele-—

ments 24 und der Anregungsstrahlung dargestellt werden. Bei-

spielsweise kdnnen grin,

Laserlicht dargestellt werden.

rot und gelb mit Hilfe von blauem

Bei Verwendung des UV-

Laserlichts als Anregungsstrahlung kénnen die Leuchtstoffe

auch so gewahlt werden,

darstellen.

dass sie rot,

grun,

blau und gelb
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Das Konversionselement 24 kann beispielsweise eine, zweil oder
mehr diinne Leuchtstoffschichten wie kubische Silikat-
Minerale, Orthosilikate, Granate oder Nitride auf Oberfldchen
von entsprechenden Trdgern aufweisen. Die Leuchtstoffschich-
ten kdnnen dabei mit Bindemitteln mechanisch fixiert und/oder
an ein optisches System (Linse, Kollimator, etc.) angebunden
werden, wobei die Lichtkopplung beispielsweise iiber Luft oder
mittels eines Immersionsmediums erfolgen kann. Bei den vor-—
stehend genannten Anwendungen werden die Leuchtstoffe fiir ge-
wohnlich mittels LEDs und/oder Laserdioden mit hohen Licht-
leistungen zur Emission angeregt. Die dabei entstehenden
thermischen Verluste sind, beispielsweise iiber den Tréager,
das Substrat und/oder den Leiterrahmenabschnitt 12, insbeson-
dere den Aufnahmeabschnitt 32, abzufiihren, um eine Uberhit-
zung und damit thermisch bedingte Anderungen der optischen
Figenschaften oder auch die Zerstdrung des Leuchtstoffes zu

vermeiden.

Die Leuchtstoffe, die beispielsweise pulverfdrmig vorliegen
kénnen, bilden ohne eine zusdtzliche Verwendung von Bindemit-
teln, beispielsweise Silikonen, keine mechanisch stabilen
Schichten, d.h. keine abrieb- und/oder kratzfesten Schichten.
Bindemittel werden aber auch generell verwendet, um die
Leuchtstoffteilchen zu einer Phase zusammenzubringen, welche
dann auf entsprechende Oberfldchen aufgetragen werden kann.
Bei Verwendung von Bindemitteln zur Schichtstabilisierung
kénnen diese Binder selbst mit den Leuchtstoffen in Wechsel-
wirkung treten und damit ihre optischen und thermischen Ei-

genschaften, sowie ihre Lebensdauer, beeinflussen.

Als Alternativen sind Konversionselemente 24 bekannt, die aus
einer den Leuchtstoff umfassenden Keramik oder aus einem den
Leuchtstoff umfassenden Kristall gebildet sind. Insbesondere
kann der Leuchtstoff die Keramik bzw. das Kristall bilden.

Derartige Konversionselemente 24 kdnnen beispielsweise an
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KihlkOrpern festgeklebt werden, damit die darin entstehende
Warme abgefiihrt werden kann. Eine begrenzende GroéBe filir die
Abfiihrung der Wdarme kann dabei beispielsweise die thermische
Leitfdhigkeit des verwendeten Klebstoffs sein. Des Weiteren
ist es einer guten Wiarmeabfuhr zutrdglich, wenn die Konversi-
onselemente 24 besonders diinn ausgebildet werden. Eine be-
grenzende GroBe fiir die Dicke des Konversionselements 24 kann
beispielsweise die mit schwindender Dicke schwindende Stabi-
litdt des Konversionselements 24 und die ndtige Handhabbar-
keit beim Aufbringen des Konversionselements 24 auf den Kihl-

kérper sein.

Der verwendete Leuchtstoff kann beispielsweise in der Keramik
eingebettet bzw. in der Kristallstruktur eingebaut sein
und/oder kann in verschiedenen Ausfiihrungsbeispielen bei-
spielsweise ein Leuchtstoffgemisch sein, welches eine Mi-
schung aus verschiedenen Leuchtstoffen aufweist, wodurch bei-
spielsweise Licht erzeugt werden kann, welches mehrere unter-
schiedliche Farben vereint. Das Konversionselement 24 kann
beispielsweise vollstadndig oder nur teilweise aus Kristall
oder Keramik bestehen. Ferner kann beispielsweise das Kris-
tall-Konversionselement ein Einkristall sein. Unabhdngig da-
von kann das Konversionselement 24 ein Matrixmaterial aufwei-

sen, das beispielsweise Diamant oder A1203 aufweisen kann.

Ubliche Leuchtstoffe sind beispielsweise Granate oder Nitride
Silikate, Nitride, Oxide, Phosphate, Borate, Oxynitride, Sul-
fide, Selenide, Aluminate, Wolframate, und Halide von Alumi-
nium, Silizium, Magnesium, Calcium, Barium, Strontium, Zink,
Cadmium, Mangan, Indium, Wolfram und anderen Ubergangsmetal-
len, oder Seltenerdmetallen wie Yttrium, Gadolinium oder Lan-—
than, die mit einem Aktivator, wie zum Beispiel Kupfer, Sil-
ber, Aluminium, Mangan, Zink, Zinn, Blei, Cer, Terbium, Ti-
tan, Antimon oder Europium dotiert sind. In verschiedenen

Ausfihrungsformen der Erfindung ist der Leuchtstoff ein oxi-
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discher oder (oxi-)nitridischer Leuchtstoff, wie ein Granat,
Orthosilikat, Nitrido(alumo)silikat, Nitrid oder Nitri-
doorthosilikat, oder ein Halogenid oder Halophosphat. Konkre-
te Beispiele fiir geeignete Leuchtstoffe sind Strontiumchloro-
apatit:Eu ((Sr,Ca)5(P04)3Cl:Eu; SCAP), Yttrium-Aluminium-
Grant:Cer (YAG:Ce) oder CaAlSiN3:Eu. Ferner k&nnen im Leucht-
stoff bzw. Leuchtstoffgemisch beispielsweise Partikel mit
Licht streuenden Eigenschaften und/oder Hilfsstoffe enthalten
sein. Beispiele fiir Hilfsstoffe schlielen Tenside und organi-
sche L&sungsmittel ein. Beispiele fiir Licht streuende Parti-

kel sind Gold-, Silber- und Metalloxidpartikel.

Das elektronische Bauelement 20 kann beispielsweise mit Hilfe
eines Bonddrahts 34 mit dem Kontaktabschnitt 28 elektrisch
kontaktiert werden. Beispielweise kann der Kontaktabschnitt
28 in dem Kontaktbereich 26 ein erstes Kontaktpad 36 aufwei-
sen. Beispielsweise kann die Strahlungsquelle 22 ein zweites
Kontaktpad 38 aufweisen. Das erste Kontaktpad 36 und das
zwelte Kontaktpad 38 kdnnen beispielsweise {iber den Bonddraht
34 miteinander kontaktiert sein. Zusdtzlich zu dem darge-
stellten elektrischen Kontakt an dem zweiten Kontaktpad 38
kann die Strahlungsquelle 22 noch einen nicht dargestellten
zweiten elektrischen Kontakt, beispielsweise mit einem weite-
ren nicht dargestellten Kontaktpad, aufweisen, der beispiels-
weise mit einem weiteren nicht dargestellten Kontaktabschnitt
des Leiterrahmenabschnitts 12 kontaktiert ist, der in Figur 1

nicht dargestellt ist.

Falls fiir das Substrat der Strahlungsquelle 22 ein elektrisch
isolierendes Material verwendet wird, so ist die Strahlungs-
quelle vollstandig gegeniliber dem Aufnahmeabschnitt elektrisch
isoliert. Des Weiteren ist der Kontaktabschnitt 28 {iber den
Formwerkstoff 14 hin zu einer Unterseite des Gehduses 10
elektrisch isoliert. Somit ist die gesamte Unterseite des Ge-

hduses 10 elektrisch von der Strahlungsquelle 22 isoliert.
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Somit kann das Gehduse 10 beispielsweise direkt auf eine
elektrisch leitende Warmesenke aufgesetzt werden, beispiels-
weise so, dass der Aufnahmeabschnitt 32 und/oder der Form-
werkstoff 14 in dem Kontaktabschnitt 28 in k&rperlichem Kon-
takt mit der Warmesenke sind. Dies bewirkt eine besonders gu-
te thermische Ankopplung des Gehduses 10 und iiber den Aufnah-
meabschnitt 32 auch der Strahlungsquelle 22, beispielsweise

an eine Leiterplatte und/oder die Warmesenke.

Das Gehduse 10 kann beispielsweise im Wesentlichen als QFN-
Gehduse und/oder gemdl einem QFN-Gehduse ausgebildet sein. Im
Unterschied dazu weist das Gehduse 10 jedoch an seiner Unter-
seite (in Figur 1), in dem Kontaktabschnitt 28 keinen elekt-
rischen Anschluss auf, der durch den Leiterrahmenabschnitt 12
gebildet ist, sondern ist in dem Kontaktabschnitt 28 zur Un-
terseite des Gehduses 10 hin isoliert. Ferner konnen das
elektronische Bauelement 20 und damit die elektronischen Kom-
ponenten der elektronischen Baugruppe 8 vollstdndig zur Un-
terseite des Gehduses 10 hin elektrisch isoliert sein, bei-
spielsweise falls die Strahlungsquelle 22 das Substrat auf-
weist, das elektrisch isolierend ausgebildet ist und das mit
dem Aufnahmebereich 30 gekoppelt ist. Dadurch kann beim Auf-
setzen des QFN-Gehduses auf die Leiterplatte lediglich eine
mechanische und eine thermische Kopplung des QFN-Gehduses er-
folgen. Dabei kann der kdrperliche Kontakt des Gehduses 10 zu
der Leiterplatte und die damit verbundene thermische Ankopp-
lung des Gehduses 10 an die Leiterplatte zu einem sehr guten
Verhalten bei Temperaturwechselbelastung beitragen, da das
Material des Leiterplattenabschnitts 12 besonders gut an die
Warmeausdehnungskoeffizienten der Leiterplatte und/oder einer
Warmesenke angepasst werden kann. Dabei kann die Leiterplatte
beispielsweise eine FR1-, FR2-, FR3-, FR4-, FR5-, CEMl-,
CEM2-, CEM3-, CEM4- oder CEM5-Leiterplatte sein, beispiels-

weise eine durchkontaktierte FR-4-Leiterplatte.
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Somit ermdglicht die Verwendung des QFN-Gehduses mit elekt-
risch isolierter Unterseite, elektronische Bauelemente 20,
die alle ihre elektrischen Kontakte an ihrer von dem Leiter-
plattenabschnitt 12 abgewandten Oberseite haben, in dem QFN-
Gehduse anzuordnen und das QFN-Gehduse mit seiner Unterseite
mit kdrperlichem Kontakt zu einer Widrmesenke anzuordnen, wo-
bei die Warmesenke beispielsweise ein elektrisch leitendes
Material aufweisen kann. Die elektrische Ankopplung der
elektronischen Baugruppe 8 an die Leiterplatte kann dann bei-
spielsweis liber in den Figuren nicht dargestellte Kontaktab-
schnitte des Leiterrahmenabschnitts 12 erfolgen, deren Dicke
gleich der Dicke des Aufnahmeabschnitts 32 ist, oder iliber

seitlich oder oben nach auBen fihrende Dr&hte.

Fig. 2 zeigt ein Ausfihrungsbeispiel des Leiterrahmenab-
schnitts 12 wadhrend eines Herstellungsprozesses des Gehduses
10. Der Leiterrahmenabschnitt 12 kann beispielweise weitge-
hend dem vorhergehend erlduterten Leiterrahmenabschnitt 12
entsprechen. Der Leiterrahmenabschnitt 12 kann beispielsweise
in einem Formwerkzeug 40 eingelegt sein. Das Formwerkzeug 40
kann beispielsweise einen ersten Formkdrper 42, der der ers-
ten Seite des Leiterrahmenabschnitts 12 zugewandt sein kann,
und einen zweiten Formkorper 44 aufweisen, der der zweiten
Seite des Leiterrahmenabschnitts 12 zugewandt sein kann. Der
erste FormkOrper 42 kann beispielsweise erste Kavitdten 46
aufweisen, durch die nach dem Einbetten die Aufnahmeausneh-
mung 18 gebildet wird. Ferner k&nnen zwischen dem ersten
Formkdrper 42 und dem zweiten FormkOrper 44 zweite Kavitdten

48 gebildet sein.

Das Formwerkzeug 40 kann beispielsweise zum Einbetten des
Leiterrahmenabschnitts 12 in den Formwerkstoff 14 beitragen.
Dabei kodnnen zundchst die beiden Formkdrper 42, 44 so zusam-—
mengepresst werden, dass in einer ersten Richtung 52 ein

Druck von dem ersten Formkorper 42 auf die erste Seite des
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Leiterrahmenabschnitts 12 ausgeiibt wird und dass von dem
zweiten Formkdrper 44 in einer zweiten Richtung 54 ein Druck
auf die zweite Seite des Leiterrahmenabschnitts 12 ausgeilibt
wird. Dann kann fliissiger und/oder z&hfllissiger Formwerkstoff
14 zwischen die beiden Formkdrper 42, 44 zugefiihrt werden.
Der Formwerkstoff 14 kann dabei in die Kavitdten 44, 48 vor-
dringen. Durch den Formwerkstoff 14 in den ersten Kavitdten
44 kann die Begrenzung der Aufnahmeausnehmung 18 und deren
Wandung gebildet werden. Durch den Formwerkstoff 14 in den
zweiten Kavitdten 48 kdnnen zumindest teilweise die Untersei-
te des Gehduses 10, die elektrische Isolierung des zweiten
Kontaktabschnitts 28 hin zu der Unterseite und/oder die
elektrische Isolierung zwischen dem Kontaktabschnitt 28 und
dem Aufnahmeabschnitt 32 mittels des Formwerkstoffs 14 gebil-

det werden.

Bei der in Figur 2 gezeigten Konfiguration kann jedoch ein
Problem beim Einbetten auftreten, da die Dicke des Aufnahme-
abschnitts 32 groBer ist als die Dicke des Kontaktabschnitts
28. Daher kann kein direkter Gegendruck von dem zweiten Form-
k6rper 44 in die zweite Richtung 54 auf den Kontaktabschnitt
28 wirken und den Kontaktabschnitt 28 direkt gegen den ersten
Formkdrper 42 pressen. Beim Zufiihren des fliissigen bzw. zadh-
fliissigen Formwerkstoffs 14 kann dies dazu fiihren, dass der
Formwerkstoff 14, beispielsweise aufgrund einer Kapillar-
Wirkung und/oder Kapillarkraften, zwischen den ersten Form-
kdrper 42 und den Kontaktbereich 26 eindringt und der erste
Kontaktbereich 26 teilweise oder vollstdndig mit Formwerk-—
stoff beschichtet wird. Dieser Effekt kann beispielsweise
auch als ,Flash” bezeichnet werden. Dies kann bei nachfolgen-
den Bearbeitungsprozessen, insbesondere beim elektrischen
Kontaktieren des elektronischen Bauelements 20 nachteilig

sein. Ferner kann es in manchen Fadllen erforderlich sein,
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dass der Formwerkstoff 14 nachtrdglich aus dem Kontaktbereich

26 entfernt werden muss.

Fig. 3 zeigt ein Ausfihrungsbeispiel eines Formwerkzeugs 40
mit einem Ausfihrungsbeispiel eines Leiterplattenabschnitts
12, die beispielsweise weitgehend dem vorstehend erlduterten
Formwerkzeug 40 bzw. dem vorhergehend erlduterten Leiterrah-
menabschnitt 12 entsprechen kdnnen. Beispielsweise kann der
zwelte Formkdrper 44 erste Formelemente 60 aufweisen. Die
ersten Formelemente 60 kdnnen bei in dem Formwerkzeug 40 an-—
geordnetem Leiterplattenabschnitt 12 im Bereich des Kontakt-
abschnitts 28 angeordnet sein. Eine H&he der ersten Formele-
mente 60 kann gleich oder gréBer sein als ein Unterschied
zwischen der Dicke des Leiterrahmenabschnitts 12 im Bereich
des Kontaktabschnitts 28 und der Dicke des Leiterrahmenab-

schnitts 12 in dem Aufnahmeabschnitt 32.

Falls die ersten Formelemente 60 eine HGhe aufweisen, die
gr&ber als der Unterschied zwischen der Dicke des Leiterrah-
menabschnitts 12 im Bereich des Kontaktabschnitts 28 und der
Dicke des Leiterrahmenabschnitts 12 in dem Aufnahmeabschnitt
32 ist, so kdnnen Toleranzen der Dicke des Kontaktabschnitts
28 oder Toleranzen der HOhen der ersten Formelemente 60 aus-
geglichen werden. Beispielsweise k&nnen die ersten Formele-
mente 60 so hoch ausgebildet werden, dass sie beispielsweise
in jedem Fall, beispielsweise auch unter Annahme der grdRt-
mbglichen Toleranz, beim Einbetten den Kontaktabschnitt 28
gegen den ersten Formkdrper 42 pressen. Dadurch wird beim
Einbetten ein Vordringen von Formwerkstoff 14 auf den Kon-

taktbereich 26 weitgehend oder vollstdandig unterbunden.

Beispielsweise kdnnen ein, zwei oder mehr erste Formelemente
60 ausgebildet sein. Beispielsweise konnen die ersten Form-—
elemente 60 so angeordnet sein, dass sie bei in dem Formwerk-

zeug 40 eingelegtem Leiterrahmenabschnitt 12 gleichmdBig iber
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den Kontaktabschnitt 28 verteilt sind. Beispielsweise k&nnen
die ersten Formelemente 60 an ihren dem Leiterrahmenabschnitt
12 zugewandten Druckabschnitten jeweils eine Spitze oder eine
Kante aufweisen. Beispielsweise k&nnen die ersten Formelemen-
te 60 kegelfdrmig, pyramidenfdrmig und/oder keilfdrmig ausge-
bildet sein. Die Spitze bzw. die Kante kann dazu beitragen,
dass, wenn die HOhe der ersten Formelemente 60 grdBer ist als
der Unterschied der Dicke zwischen dem Aufnahmeabschnitt 32
und dem Kontaktabschnitt 28, die ersten Formelemente 60 den
Kontaktabschnitt 28 auf seiner zweiten Seite einfach verfor-
men koénnen und so das Formwerkzeug 40 zuverldssig geschlossen
werden kann und auf alle Bauteile in dem Formwerkzeug 40
gleichmdaBRig Druck ausgeilbt werden kann, auch wenn die Tole-
ranzen vorhanden sind. Beim Zufiihren des flissigen bzw. zdah-
fliissigen Formwerkstoffs 14 legt sich dieser zumindest teil-
weise um die ersten Formelemente 60 in der zweiten Kavitat

483.

Fig. 4 zeigt ein Gehduse 10, das beispielsweise weitgehend
dem vorstehend erlauterten Gehduse 10 entsprechen kann, wah-
rend eines Herstellungsprozesses in einem ersten Zustand.
Beispielsweise wurde das Gehduse 10 mit dem in Figur 3 darge-
stellten Formwerkzeug 40 hergestellt. Das Gehause 10 kann
beispielsweise Ausnehmungen 62 aufweisen, die sich von dem
Kontaktabschnitt 28 hin zu einer Unterseite des Gehduses 10
erstrecken und die beispielsweise durch die ersten Formele-

mente 60 gebildet wurden.

Fig. 5 zeigt das Gehduse 10 gemdhl Figur 4 in einem zweiten

zustand wdhrend des Herstellungsprozesses, wobeil das Gehduse
10 um 180° gedreht wurde, so dass die Unterseite des Gehduses
10 und die Ausnehmungen 62 nach oben gerichtet sind. Dies er-
mbglicht einfach ein Einfillen eines elektrisch isolierenden

Materials 64, so dass der Kontaktabschnitt 28 hin zu der Un-
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terseite des Gehduses 10, die in Figur 5 nach oben gerichtet

ist, elektrisch isoliert ist.

Fig. 6 zeigt das Gehduse 10 gemdhl Figur 5 in einem dritten
zustand wdhrend des Herstellungsprozesses, wobeili das Gehause
10 wieder um 180° gedreht wurde, so dass das Gehduse 10 einem
nachfolgenden Bearbeitungsschritt zugefiihrt werden kann. Bei-
spielsweise kann nun das elektronische BRauelement 20 in der
Aufnahmeausnehmung 18 in dem Aufnahmebereich 30 angeordnet

und/oder in dem Kontaktbereich 26 kontaktiert werden.

Fig. 7 zeigt ein Ausfihrungsbeispiel eines Formwerkzeugs 40
mit einem Ausfiihrungsbeispiel eines Leiterrahmenabschnitts
12, die beispielsweise weitgehend den vorstehend erlduterten
Ausfihrungsbeispielen des Formwerkzeugs 40 bzw. des Leiter-
rahmenabschnitts 12 entsprechen k&nnen. Zwischen dem Kontakt-
abschnitt 28 und dem zweiten Formkdrper 44 kann ein zweites
Formelement 70 eingelegt sein. Eine HOhe des zweiten Formele-
ments 70 von dem zweiten FormkOrper 44 bis hin zu dem Kon-
taktabschnitt 28 kann beispielsweise im unbelasteten Zustand
gleich oder grdber sein als der Unterschied der Dicke zwi-
schen dem Kontaktabschnitt 28 und dem Aufnahmeabschnitt 32.
Das zweite Formelement 70 kann beispielsweise elastisch aus-

gebildet sein.

Beim Zusammenpressen der beiden Formkdrper 42, 44 wird lber
das zweite Formelement 70 ein Druck auf den Kontaktabschnitt
28 ausgelibt, der den Kontaktabschnitt 28 gegen den ersten
FormkoSrper 42 presst. Dadurch wird beim Einbetten ein Vor-
dringen von Formwerkstoff 14 auf den Kontaktbereich 26 weit-
gehend oder vollstdndig unterbunden. Falls das zweite Form-
element 70 eine HOhe aufweisen, die grdéBer als der Unter-
schied zwischen der Dicke des Leiterrahmenabschnitts 12 im
Bereich des Kontaktabschnitts 28 und der Dicke des Leiterrah-

menabschnitts 12 in dem Aufnahmeabschnitt 32 ist, so kdnnen
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Toleranzen der Dicke des Kontaktabschnitts 28 oder Toleranzen
der HOhe des zweiten Formelements 70 ausgeglichen werden.
Beispielsweise kann das zweite Formelement 70 so groB ausge-—
bildet werden, dass es beispielsweise in jedem Fall, bei-
spielsweise auch unter Annahme der grdltmdglichen Toleranz,
beim Einbetten den Kontaktabschnitt 28 gegen den ersten Form-
kb6rper 42 presst. Zusdatzlich kdnnen noch ein, zwei oder mehr
weitere zwelte Formkdrper 42 angeordnet sein. Beispielsweise
konnen die zweiten Formelemente 70 so angeordnet sein, dass
sie beim Einbetten gleichmdBlig iiber den Kontaktabschnitt 28

verteilt sind.

Fig. 8 zeigt ein Ausfihrungsbeispiel eines Gehduses 10, das
weitgehend einem der vorhergehend erlauterten Gehduse 10 ent-
sprechen kann, in einem ersten Zustand wdhrend eines Herstel-
lungsprozesses. Das in Figur 8 gezeigte Gehduse 10 kann bei-
spielsweise mit Hilfe des in Figur 7 gezeigten Formwerkzeugs
40 und/oder des in Figur 7 gezeigten zweiten Formelements 70
ausgebildet werden. Beispielsweise kann das zweite Formele-
ment 70 bei dem Kontaktabschnitt 28 in den Formwerkstoff 14
eingebettet sein. Beispielsweise kann das zweite Formelement
70 aus einem elektrisch isolierenden Material gebildet sein
und in dem Formwerkstoff 14 eingebettet bleiben. Alternativ
dazu kann das zweite Formelement 70 entfernt werden, wodurch
eine Ausnehmung in dem Kontaktabschnitt 28 in dem Formwerk-

stoff 14 entsteht, beispielsweise die Ausnehmung 62.

Fig. 9 zeigt das Gehduses 10 gemdl Figur 8 in einem zweiten
Zustand, bei dem zundchst das zweite Formelement 70 entfernt
wurde und dann die dadurch entstandene Ausnehmung 62 mit ei-
nem elektrisch isolierenden Material 64 gefiillt wurde, bei-
spielsweise mit dem vorhergehend erladuterten elektrisch iso-
lierenden Material 64. Nachfolgend kann das Gehduse 10 bei-

spielweise gedreht werden und das elektronische Bauelement 20
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kann in dem Aufnahmebereich 30 angeordnet und/oder in dem

Kontaktbereich 26 elektrisch kontaktiert werden.

Fig. 10 zeigt ein Ausfiihrungsbeispiel eines Formwerkzeugs 40
mit einem Ausfiihrungsbeispiel eines Leiterrahmenabschnitts
12, die beispielsweise weitgehend den vorhergehend erlauter-—
ten Formwerkzeug 40 bzw. Leiterrahmenabschnitt 12 entsprechen
kénnen. Beispielsweise kann der Leiterrahmenabschnitt 12 in
dem Kontaktabschnitt 28 dritte Formelemente 80 aufweisen. Die
dritten Formelemente 80 kénnen beispielsweise durch Hervorhe-
bungen des Kontaktabschnitts 28 gebildet sein. Der zweite
Kontaktabschnitt 28 und die dritten Formelemente 80 haben zu-
sammen eine Dicke, die der Dicke des Aufnahmeabschnitts 32
entspricht. Bei geschlossenem Formwerkzeug 40 liegen die
dritten Formelemente 80 an dem zweiten Formkdrper 44 an und
pressen beim Einbetten den Kontaktabschnitt 28 mit seinem
Kontaktbereich 26 gegen den ersten Formkdrper 42. Dadurch
wird beim Einbetten ein Vordringen von Formwerkstoff 14 auf
den Kontaktbereich 26 weitgehend oder vollstdndig unterbun-—

den.

Fig. 11 zeigt ein Ausfiihrungsbeispiel eines Gehduses 10, das
weitgehend einem der vorhergehend erlauterten Ausfiihrungsbei-
spiele des Gehduses 10 entsprechen kann, in einem ersten Zu-
stand wadhrend eines Herstellungsprozesses. Beispielsweise
kann das Gehduse 10 gemal Figur 11 den in Figur 10 gezeigten
Leiterrahmenabschnitt 12 mit den dritten Formelementen 80
aufweisen und/oder mit Hilfe des in Figur 10 gezeigten Form-
werkzeugs 40 hergestellt werden. Der Formwerkstoff 14 umgibt
die dritten Formelemente 80 in Richtung parallel zu der Un-—
terseite des Gehduses 10. Die von dem Kontaktabschnitt 28 ab-
gewandten Enden der dritten Formelemente 80 sind nur kaum
oder gar nicht von dem Formwerkstoff 14 bedeckt und somit

freigelegt.
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Fig. 12 zeigt das Gehduse 10 gemdl Figur 11 in einem zweiten
Zzustand. Das Geh&duse 10 in Figur 11 ist mit Bezug zu dem Ge-
hduse 10 in Figur 11 um 180° gedreht, so dass in Figur 12 die
Oberseite des Gehduses 10 unten und die Unterseite des Gehau-
ses 10 oben ist. Die dritten Formelemente 80 kdnnen zumindest
teilweise entfernt sein, beispielsweise mit Hilfe eines Atz-
prozesses. Die entfernten dritten Formelemente 80 kdnnen Aus-
nehmungen hinterlassen, die in dem Formwerkstoff 14 gebildet

sein k&nnen, beispielsweise die Ausnehmungen 62.

Fig. 13 zeigt das Gehduse 10 gemdl den Figuren 11 und 12 in
einem dritten Zustand, wobei die Ausnehmungen 62 zumindest
teilweise, beispielsweise vollstandig mit elektrisch isolie-
rendem Material, beispielsweise dem vorhergehend erlduterten
elektrisch isolierenden Material 64 gefiillt sein k&nnen. Das
elektrisch isolierende Material 64 kann beispielsweise bewir-
ken, dass das Gehduse 10 an seiner Unterseite in dem Kontakt-
abschnitt 28 vollstadndig elektrisch isoliert ist, wobei in
Figur 13 die Unterseite des Gehduses 10 nach oben orientiert
ist. Nachfolgend kann das Gehduse 10 beispielweise gedreht
werden und das elektronische Bauelement 20 kann in dem Auf-
nahmebereich 30 angeordnet und/oder in dem Kontaktbereich 26

elektrisch kontaktiert werden.

Fig. 14 zeigt ein Ablaufdiagramm eines Ausfiihrungsbeispiels
eines Verfahrens zum Herstellen einer elektronischen Baugrup-
pe, beispielsweise der vorhergehend erléduterten elektroni-
schen Baugruppe 8, und/oder ein Verfahren zum Herstellen ei-
nes Gehduses fiir die elektronische Baugruppe 8, beispielswei-

se eines der vorhergehend erlduterten Gehduse 10.

In einem Schritt S2 kann beispielsweise ein Leiterrahmen be-
reitgestellt werden. Der Leiterrahmen kann beispielsweise ein
elektrisch leitendes Material aufweisen oder daraus gebildet

sein, beispielsweise das vorhergehend im Zusammenhang mit dem
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Leiterrahmenabschnitt 12 erlduterten Material. Der Leiterrah-
men kann mehrere Leiterrahmenabschnitte aufweisen, beispiels-
weise mehrere der vorhergehend erlduterten Leiterrahmenab-
schnitte 12. Der Leiterrahmen mit den Leiterrahmenabschnitten
12 kann beispielweise mittels eines, zwei oder mehrerer Atz-
prozesse aus einem Leiterrahmenrohling hergestellt werden.
Gegebenenfalls kdnnen bei dem Atzprozessen auch die dritten

Formelemente 80 ausgebildet werden.

In einem Schritt S4 kann gegebenenfalls das zweite Formele-—
ment 70 zwischen dem zweiten Formkorper 44 und den Kontaktab-

schnitten 28 der Leiterrahmenabschnitte 12 angeordnet werden.

In einem Schritt S6 kann der Leiterrahmen beispielsweise in
Formwerkstoff eingebettet werden, beispielsweise in den vor-
hergehend erlduterten Formwerkstoff 14. Zum Einbetten des
Leiterrahmens wird der Leiterrahmen mit seinen Leiterrahmen-
abschnitten 12 in ein Formwerkzeug eingelegt, beispielsweise
eines der vorhergehend erléduterten Formwerkzeuge 40. Optional
kénnen die Leiterrahmenabschnitte 12 so angeordnet werden,
dass die ersten Formelemente 60 und/oder das bzw. die zweiten
Formelemente 70 und/oder die dritten Formelemente 80 bei ge-
schlossenem Formwerkzeug 40 die Kontaktabschnitte 28 gegen
den ersten Formkdrper 42 pressen. Der Formwerkstoff 14 wird
in flissigem oder zahflilissigem Zustand dem Formwerkzeug 40
zugefiihrt, so dass sich die Kavitidten 46, 48 mit dem Form-
werkstoff 14 fiillen. Anschliefend kann der Formwerkstoff 14

getrocknet und/oder gehidrtet werden.

In einem optionalen Schritt S$8 kann, falls das zweite Form-
element 70 angeordnet wurde, das zweite Formelement 70 wieder
entfernt werden. Alternativ dazu kann das zwelte Formelement

70 nicht entfernt werden.

In einem Schritt S10 werden die Ausnehmungen 62 mit dem

elektrisch isolierenden Material 64 zumindest teilwelise bei-
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spielsweise vollstdandig gefiillt. Das elektrisch isolierende

Material 64 kann beispielsweise Formwerkstoff aufweisen.

In den Schritten 82 bis S10 wird ein Gehduseverbund, der vie-
le Gehduse 10 aufweist ausgebildet. Die einzelnen Geh&duse 10
konnen nun aus dem Gehduseverbund vereinzelt werden, bei-
spielsweise mittels Sdgen oder Schneiden. Dadurch kann das
Verfahren zum Herstellen des Gehduses 10 abgeschlossen sein.
In anderen Worten kénnen die Schritte S$S2 bis S10 das Verfah-

ren zum Herstellen des Geh&duses 10 reprdsentieren.

Vor oder nach dem Vereinzeln der Gehduse 10 kdnnen in einem
Schritt $S12 in den Gehdusen 10 beispielsweise ein, zwei oder
mehr elektronische Bauelemente 20 angeordnet und/oder kontak-
tiert werden. Das Gehduse 10 mit dem elektronischen Bauele-
ment 20 stellt die elektronische Baugruppe 8 dar. Die Schrit-
te S2 bis $S12 kdnnen somit das Verfahren zum Herstellen der

elektronischen Baugruppe 8 repridsentieren.

Optional kann nach dem Anordnen des elektronischen Bauele-
ments 20 die Aufnahmeausnehmung 18 ganz oder teilweise mit
einer Vergussmasse, beispielsweise TiO,, gefiillt werden, in
das das elektronische Bauelement und/oder seine elektrischen

Kontakte eingebettet werden.

Die Erfindung ist nicht auf die angegebenen Ausfihrungsbei-
spiele beschrdnkt. Beispielsweise kdnnen bei jedem der Aus-
fiihrungsbeispiele mehr oder weniger der Formelemente angeord-
net sein. Ferner kdnnen unterschiedliche Arten von Formele-
menten miteinander kombiniert sein. Beispielweise kann der
Kontaktabschnitt 28 mit Hilfe des ersten, zwelten und/oder
dritten Formelements 60, 70, 80 gegen den ersten Formkdrper
42 gedriickt werden. Ferner k&nnen die Formelemente auch bei
Gehdusen filir elektronische Bauelemente verwendet werden, die
keine QFN-Gehduse im Sinne dieser Anmeldung sind. Beispiels-
welse bei Gehduse, bei denen die elektrischen Kontakte seit-

lich aus dem Gehduse hervorstehen. Ferner kdnnen die im Vor-
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hergehenden erlauterten Leiterrahmen und/oder die dritten
Formelemente anstatt des bzw. der Atzprozesse auch mittels

Stanzen aus einem Leiterrahmenrochling hergestellt werden.
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Patentanspriche

1. Gehduse (10) fiir ein elektronisches Bauelement (20), auf-
weisend

— elnen Leiterrahmenabschnitt (12), der aus einem
elektrisch leitenden Material gebildet ist, der eine erste
Seite und eine von der ersten Seite abgewandte zweite Seite
aufweist, der einen Kontaktabschnitt (28) aufweist, der an
der ersten Seite einen Kontaktbereich (26) zum elektrischen
Kontaktieren des elektronischen Bauelements (20) aufweist,
und der mindestens einen Aufnahmeabschnitt (32) aufweist, der
an der ersten Seite einen Aufnahmebereich (30) zum Anordnen
des elektronischen Bauelements (20) aufweist, wobei der Kon-
taktabschnitt (28) und der Aufnahmeabschnitt (32) kdrperlich
voneinander getrennt sind und wobei der Kontaktabschnitt (28)
in Richtung senkrecht zu der ersten Seite diinner ausgebildet
ist als der Aufnahmeabschnitt (32),

- einen Formwerkstoff (14), der eine Aufnahmeausneh-
mung (18) aufweist, in der der Aufnahmebereich (30) und der
Kontaktbereich (26) frei gelegt sind, und in den der Leiter-
rahmenabschnitt (12) so eingebettet ist, dass ein Teil des
Formwerkstoffs (14) zwischen dem Kontaktabschnitt (28) und
dem Aufnahmeabschnitt (32) ausgebildet ist und dass die zwei-
te Seite des Leiterrahmenabschnitts (12), im Bereich des Kon-
taktabschnitts (28) von dem Formwerkstoff (14) bedeckt ist
und die zweite Seite des Leiterrahmenabschnitts (12) im Be-
reich des Aufnahmeabschnitts (32) frei von Formwerkstoff (14)

ist.

2. Gehduse (10) nach Anspruch 1, bei dem der Formwerk-
stoff (14) an der zweiten Seite des Leiterrahmenabschnitts
(12) im Bereich des Kontaktabschnitts (28) und der Leiterrah-

menabschnitt (12) an der zwelten Seite des Leilterrahmenab-
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schnitts (12) im Bereich des Aufnahmeabschnitts (32) eine

ebene Fladche bilden.

3. Gehduse (10) nach einem der vorstehenden Anspriiche,
bei dem der Formwerkstoff (14) an der zweiten Seite des Lei-
terrahmenabschnitts (12) im Bereich des Kontaktabschnitts

(28) mindestens eine Ausnehmung (62) aufweist, die mit einem

elektrisch isolierenden Material (64) gefiillt ist.

4, Gehduse (10) nach Anspruch 3, bei der die Ausnehmung
(62) telilweise mit einem Formelement (80) des Kontaktab-
schnitts (28) und teilweise mit dem elektrisch isolierenden

Material (64) gefiillt ist.

5. Elektronische Baugruppe (8) mit einem elektronischen
Bauelement (20) und mit einem Gehduse (10) nach einem der
vorstehenden Anspriiche, bei der das elektronische Bauelement
(20) auf dem Aufnahmebereich (30) angeordnet ist und elekt-

risch mit dem Kontaktbereich (26) gekoppelt ist.

6. Verfahren zum Herstellen eines Gehduses (10) fiir ein
elektronisches Bauelement (20), bei dem

- ein Leiterrahmenabschnitt (12) bereitgestellt
wird, der eine erste Seite und eine von der ersten Seite ab-
gewandte zweite Seite aufweist, der einen Kontaktabschnitt
(28) aufweist, der an der ersten Seite einen Kontaktbereich
(26) zum elektrischen Kontaktieren des elektronischen Bauele-
ments (20) aufweist, und der mindestens einen Aufnahmeab-
schnitt (32) aufweist, der an der ersten Seite einen Aufnah-
mebereich (30) zum Anordnen des elektronischen Bauelements
(20) aufweist, wobei der Kontaktabschnitt (28) und der Auf-
nahmeabschnitt (32) kérperlich voneinander getrennt sind und

wobei der Kontaktabschnitt (28) in Richtung senkrecht zu der
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ersten Seite diinner ausgebildet ist als der Aufnahmeabschnitt
(32),

- der Leiterrahmenabschnitt (12) in einen Formwerk-
stoff (14) so eingebettet wird, dass der Formwerkstoff (14)
eine Aufnahmeausnehmung (18) aufweist, in der der Aufnahmebe-
reich (30) und der Kontaktbereich (26) frei von Formwerkstoff
(14) bleiben, dass ein Teill des Formwerkstoffs (14) zwischen
dem Kontaktabschnitt (28) und dem Aufnahmeabschnitt (32) aus-
gebildet wird und dass die zweite Seite des Leiterrahmenab-
schnitts (129) im Bereich des Kontaktabschnitts (28) von dem
Formwerkstoff (14) bedeckt wird und die zweite Seite des Lei-
terrahmenabschnitts (129) im Bereich des Aufnahmeabschnitts

(32) frei von Formwerkstoff (14) bleibt.

7. Verfahren nach Anspruch 6, bei dem der Formwerkstoff
(14) so ausgebildet wird, dass der Formwerkstoff (14) an der
zweliten Seite des Leiterrahmenabschnitts (12) im Bereich des
Kontaktabschnitts (28) und der Leiterrahmenabschnitt (12) an
der zweiten Seite in dem Aufnahmeabschnitt (32) eine ebene

Flache bilden.

8. Verfahren nach einem der Anspriiche 6 oder 7, bei dem

- zum Einbetten des Leiterrahmenabschnitts (12) in
den Formwerkstoff (14) ein Formwerkzeug (40) verwendet wird,
das einen ersten Formkdrper (42) und einen zweiten FormkOrper
(44) aufweist,

— der einzubettende Leiterrahmenabschnitt (12) zwi-
schen dem ersten und dem zweiten Formkdrper (42, 44) so ange-
ordnet wird, dass die erste Seite des Leiterrahmenabschnitts
(12) dem ersten Formkdrper (42) zugewandt ist und die zweite
Seite des Leiterrahmenabschnitts (12) dem zweiten Formkdrper
(44) zugewandt ist, wobeili der zweite Formkdrper (44), im Be-
reich des Kontaktabschnitts (28) mindestens ein erstes Form-

element (60) aufweist, dessen H8he grdber oder gleich einem
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Unterschied ist zwischen der Dicke des Leiterrahmenabschnitts
(12) in dem Kontaktbereich (26) und der Dicke des Leiterrah-
menabschnitts (12) in dem Aufnahmeabschnitt (32),

- der erste und der zweite FormkOrper (42, 44) zu-
sammengepresst werden, wodurch das erste Formelement (60) den
Kontaktabschnitt (28) gegen den ersten Formkdrper (42)
presst,

- der Formwerkstoff (14) zwischen die beiden Form-
korper (42, 44) zugefihrt wird, und

- in dem Formwerkstoff (14) durch das erste Formele-

ment (60) eine Ausnehmung (62) gebildet wird.

9. Verfahren nach Anspruch 8, bei dem die H&he des
Formelements (60) grdBer ist als der Unterschied zwischen der
Dicke des Leiterrahmenabschnitts (12) in dem Kontaktabschnitt
(28) und der Dicke des Leiterrahmenabschnitts (12) in dem
Aufnahmeabschnitt (32) und bei dem beim Zusammenpressen der
beiden Formk&rper (42, 44) der Kontaktabschnitt (28) an der
zweiten Seite des Leiterrahmenabschnitts (12) mittels des

ersten Formelements (60) verformt wird.

10. Verfahren nach einem der Anspriiche 6 oder 7, bei dem

- zum Einbetten des Leiterrahmenabschnitts (12) in
den Formwerkstoff (14) ein Formwerkzeug (40) verwendet wird,
das einen ersten Formkdrper (42) und einen zweiten FormkOrper
(44) aufweist,

- auf den zweiten Formkdrper (44) mindestens ein
zweites Formelement (70) angeordnet wird, dessen HOhe grdobker
oder gleich einem Unterschied ist zwischen der Dicke des Lei-
terrahmenabschnitts (12) in dem Kontaktabschnitt (28) und der
Dicke des Leiterrahmenabschnitts (12) in dem Aufnahmeab-
schnitt (32),- der einzubettende Leiterrahmenabschnitt (12)
zwischen dem ersten und dem zweiten Formkdrper (42, 44) so

angeordnet wird, dass die erste Seite des Leiterrahmenab-
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schnitts (12) dem ersten Formkdrper (42) zugewandt ist und
die zweite Seite des Leiterrahmenabschnitts (12) dem zweiten
Formkdrper (44) zugewandt ist und der zweite Formk&rper (44)
im Bereich des Kontaktabschnitts (28) angeordnet ist,

- der erste und der zweite FormkOrper (44, 42) zu-
sammengepresst werden, wodurch das zweite Formelement (70)
den Kontaktabschnitt (28) gegen den ersten Formkdrper (42)
presst,

- der Formwerkstoff (14) zwischen die beiden Form-
kdrper (42, 44) zugefihrt wird, und

- in dem Formwerkstoff (14) durch das zweite Form-

element (70) eine Ausnehmung (62) gebildet wird.

11. Verfahren nach einem der Anspriiche 6 oder 7, bei dem

- der Leiterrahmenabschnitt (12) derart bereitge-
stellt wird, dass er in dem zweiten Kontaktabschnitt (28)
mindestens ein drittes Formelement (80) aufweist, in dessen
Bereich die Dicke des Kontaktabschnitts (28) der Dicke des
Aufnahmeabschnitts (32) entspricht,

- zum Einbetten des Leiterrahmenabschnitts (12) in
den Formwerkstoff (14) ein Formwerkzeug (40) verwendet wird,
das einen ersten Formkdrper (42) und einen zweiten FormkOrper
(44) aufweist,

— der einzubettende Leiterrahmenabschnitt (12) zwi-
schen dem ersten und dem zweiten Formk&rper (42, 44) so ange-
ordnet wird, dass die erste Seite des Leiterrahmenabschnitts
(12) dem ersten Formkdrper (42) zugewandt ist und die zweite
Seite des Leiterrahmenabschnitts (12) dem zweiten Formkdrper
(44) zugewandt ist,

- der erste und der zweite FormkOrper (42, 44) zu-
sammengepresst werden, wodurch der zweite Formkdrper (44) das
dritte Formelement (80) und mittels des dritten Formelements
(80) den Kontaktabschnitt (28) gegen den ersten Formkdrper

(42) presst,
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— der Formwerkstoff (14) zwischen die beiden Form-
korper (42, 44) zugefihrt wird, und
— der Formwerkstoff (14) das dritte Formelement (80)

zumindest teilweise umgibt.

12. Verfahren nach Anspruch 11, bei dem das dritte Form-
element (80) zumindest teilweise entfernt wird, wodurch in

dem Formwerkstoff (14) eine Ausnehmung (62) gebildet wird.

13. Verfahren nach einem der Anspriiche 8 bis 10 oder 12,
bei dem die Ausnehmung (62) mit einem elektrisch isolierenden

Material (64) gefiillt wird.

14. Verfahren nach einem der Anspriiche 6 bis 13, bei dem
der Leiterrahmenabschnitt (12) in den Formwerkstoff (14) ein-
gebettet wird, indem ein Leiterrahmen in den Formwerkstoff
(14) eingebettet wird, der den Leiterrahmenabschnitt (12) und
weltere Leilterrahmenabschnitte (12) aufweist, wodurch ein Ge-
hduseverbund gebildet wird und bei dem nach dem Einbetten des
Leiterrahmens in den Formwerkstoff (14) mehrere Gehduse (10)

aus dem Gehduseverbund vereinzelt werden.

15. Verfahren zum Herstellen einer Elektronische Bau-

gruppe (8) bei dem ein Gehduse (10) nach einem der Anspriiche
6 bis 13 hergestellt wird und bei dem ein elektronisches Bau-
element (20) in dem Aufnahmebereich (30) angeordnet wird und

elektrisch mit dem Kontaktbereich (26) gekoppelt wird.
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